
EVM User's Guide: BP-CC3301
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 

BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301)

说明

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器
件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 

MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连

接。CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301) 
是一款测试和开发板，可轻松连接到 TI LaunchPad™ 

开发套件或处理器板，从而实现快速软件开发。

特性

• CC3301 Wi-Fi 6® 和低功耗蓝牙组合器件

• 两个 20 引脚可堆叠连接器（BoosterPack 标准）
• 板载芯片双频天线
• 通过 SMA/U.FL 连接器进行传导射频测试

• 使用 USB 或 LaunchPad™ 从板载双轨（3.3V 和 

1.8V）LDO 供电

• 3 个用于电压转换的电平转换器（3.3V 转 1.8V）
• 用于 SWD 与 XDS110 或 LP-XDS110 连接的 

JTAG 接头引脚

• 用于在两个电源（3.3V 和 1.8V）上测量电流的跳

线，并且可安装 0.1Ω (0603) 电阻器以使用电压表

进行测量
• 用于低功耗评估的 32kHz 振荡器
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1 评估模块概述

1.1 引言

CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301) 是一款测试和开发板，可轻松连接到 TI LaunchPad™ 或处理器

板，从而实现快速软件开发。

本用户指南旨在解释 BP-CC3301 的各种硬件配置和功能。有关 CC3301 器件的更多信息，请前往 ti.com 浏览 

CC3301 产品页面。

1.2 套件内容

• BP-CC3301 PCBA

1.3 规格

BP-CC3301 板旨在为 CC3301 器件实现快速、轻松的软件和硬件开发。图 1-1 所示为 BP-CC3301 方框图。

CC3301

 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 

Companion IC

U.FL/SMA

VCC

Antenna

2 X 20 Pin 

BoosterPack™  

Connectors

5v

IRQ

SLOW_CLK_IN

nRESET

SDIO/SPI

UART

ANT_SEL

Logger

3.3v Power

nRESET

LED’s

1.8v Power

Optional

COEX

RF

SWD

LDO Dual Rail 

(1.8v & 3.3v)

Level Shifters 

(1.8v or 3.3v 

to 1.8v)

32.768 kHz

Oscillator

40 MHz

XTAL

Filtering

JTAG

图 1-1. BP-CC3301 方框图

此套件可用于 3 种配置：

1.MCU 和 RTOS 评估：BP-CC3301 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP，如 LP-AM243。

2.处理器和 Linux 评估：BP-CC3301 + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK。

3.使用 PC 工具进行射频测试：BP-CC3301 + LP-XDS110。

此外，BP-CC3301 还可以连接到任何其他运行 TCP/IP 协议栈的 Linux 或 RTOS 主机电路板。

更多信息，请参阅节 3.1。

1.4 器件信息

BP-CC3301 的目的是展示 CC3301 器件的硬件和软件功能。电路板上的其他元件已组装完毕，用于测试和支持此

主器件。
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2 硬件

图 2-1 显示了 BP-CC3301 的整体视图。

CC3301
Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy

 Companion IC

20 pin LP-XDS110 

Header

Chip Antenna

USB Micro-B 

Power Supply option    

SMA 

Connector

20 Pin 
BoosterPack™ 
Connector (P2)

20 Pin 
BoosterPack™ 
Connector (P1)

Level Shifters

LDO        

Dual Rail

Engine Area

Current 

Measurement

图 2-1. BP-CC3301 整体视图

2.1 硬件特性

• CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 组合器件，可与 MPU 或 MCU 系统连接；增加连接性

• 两个 20 引脚可堆叠连接器（BoosterPack 标准）
• 板载芯片双频天线，带板载 SMA/U.FL 连接器，用于传导射频测试

• 使用 USB 或 LaunchPad 从板载双轨（3.3V 和 1.8V）LDO 供电

• 3 个用于电压转换的电平转换器（3.3V 转 1.8V）
• 用于 SWD 与 XDS110 或 LP-XDS110 连接的 JTAG 接头引脚

• 用于在两个电源（3.3V 和 1.8V）上测量电流的跳线，并且可安装 0.1Ω (0603) 电阻器以使用电压表进行测量

• 用于低功耗评估的 32kHz 振荡器
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2.2 连接器和跳线描述

2.2.1 LED 指示灯

表 2-1 列出了 LED 指示灯及其说明。

表 2-1. LED
参考位号 颜色 使用 说明

D4 绿色 3.3V 电源指示灯
亮：3.3V 电源轨已启动。

灭：无 3.3V 电源供电。

D6 红色 1.8V 电源指示灯
亮：1.8V 电源轨已启动。

灭：无 1.8V 电源供电。

D5 黄色 nRESET 此 LED 代表 nReset 引脚的状态。LED 灯亮时表示

器件正常工作，即 nReset 引脚为高电平。

图 2-2 所示为前文所述的电路板上的 LED。

D4

D4

图 2-2. LED D4 和 D5

2.2.2 跳线设置

表 2-2 列出了跳线设置。要参考默认跳线配置，请参阅图 2-1。

表 2-2. 跳线设置

参考位号 使用 说明

J1、J2 射频测试
SMA 连接器 (J1) 或 U.FL 连接器 (J2)，用于实验室中的传导测试。请

参阅节 2.5。

J6、J8 向电路板供电 用于启动两个电源以向电路板供电。请参阅节 2.3。

J15、J16 电流测量 仅用于测量器件的供电。请参阅节 2.3.1。

J7 USB 连接器 用于为独立式 BoosterPack 供电（未连接 LaunchPad 的情况下）。

J10、J11 JTAG 连接器 与 XDS110 调试探针连接的接头。请参阅节 2.2.4。

J9 20 引脚接头 (J11) 5V 电源 启用来自 LP-XDS110 的 5V 电源。

J12、J13、J14 电平转换器主机电压
设置为 3.3V 或 1.8V，以使相关电平转换器能够转换至正确的主机电

压电平。

P1、P2 BoosterPack 接头 2 个 20 引脚连接器，均连接到 LaunchPad。请参阅节 2.2.3。
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2.2.3 BoosterPack 接头分配

CC3301 BoosterPack 具有 2 个 20 引脚连接器，可用于访问许多 CC3301 引脚和功能。这 2 个 20 引脚连接器上

的信号分配如下图所示，具体说明见表 2-3 和表 2-4。

P1.30: COEX_PRIORITY

P1.29: COEX_REQ

P2.19:SLOW_CLK_IN

P2.18:SDIO_D3 (CS)

P2.17:FAST_CLK_REQ

P2.15:SDIO_CMD (PICO)

P2.14:SDIO_D0 (POCI)
P2.36:UART_RTS (from CC3301)

P2.37:UART_CTS (to CC3301)

P2.38:SDIO_D1

P2.39:SDIO_D2

P2.34:LOGGER

P2.11:IRQ_BLE_3V3

P1.3: UART_TX (to CC3301)

P1.4: UART_RX (from CC3301)

P1.5: nRESET

P1.7: SDIO_CLK

P1.8: IRQ_WL

P1.9: COEX_GRANT

P1.10: ANT_SEL

图 2-3. BP-CC3301 BoosterPack 接头引脚分配

表 2-3. P1 接头引脚分配

引脚 在原理图中的名称 类型/方向 说明

P1.1 VCC_MCU_3V3 输入 无功能用途。

P1.2 保留 不适用 不适用

P1.3 UART_TX_3V3（CC3301 
发送） 输出

用于 CC3301 向主机发送信号的 UART TX，连接 

BLE 主机控制器接口。

P1.4 UART_RX_3V3（CC3301 
接收） 输入

用于 CC3301 从主机接收信号的 UART RX，连接 

BLE 主机控制器接口。

P1.5 LP_RESET 输入
CC3301 的复位线，用于启用/禁用（低电平有

效）。由主机通过 LaunchPad 引脚驱动。

P1.6 保留 不适用 不适用

P1.7 SDIO_CLK_3V3 输入 SDIO 时钟或 SPI 时钟。必须由主机驱动。

P1.8 IRQ_WL_3V3 输出 CC3301 向主机发送的 Wi-Fi 活动中断请求。

P1.9 COEX_GRANT_3V3 输出 外部共存接口 - 授权（保留供将来使用）。

P1.10 ANT_SEL_3V3 输出 天线选择控制。

P1.21 VCC_MCU_5V 电源 向电路板提供的 5V 电源。

P1.22 GND GND 电路板接地

P1.23 保留 不适用 不适用

P1.24 保留 不适用 不适用

P1.25 保留 不适用 不适用

P1.26 保留 不适用 不适用

P1.27 保留 不适用 不适用

P1.28 保留 不适用 不适用

P1.29 COEX_REQ_3V3 输入 外部共存接口 - 请求（保留供将来使用）。

P1.30 COEX_PRIORITY_3V3 输入 外部共存接口 - 优先级（保留供将来使用）。
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表 2-4. P2 接头引脚分配

引脚 在原理图中的名称 类型/方向 说明

P2.11 IRQ_BLE_3V3 输出 CC3301 向主机发送的 BLE 活动中断请求。

P2.12 保留 不适用 不适用

P2.13 保留 不适用 不适用

P2.14 SDIO_D0_3V3 (POCI) 输入/输出 SDIO 数据 D0 或 SPI POCI。

P2.15 SDIO_CMD_3V3 (PICO) 输入/输出 SDIO 命令或 SPI PICO。

P2.16 保留 不适用 不适用

P2.17 FAST_CLK_REQ_3V3 输出 CC3301 向主机发送的高速时钟请求。

P2.18 SDIO_D3_3V3 (CS) 输入/输出 SDIO 数据 D3 或 SPI CS。

P2.19 SLOW_CLK_IN_3V3 输入 外部 RTC 时钟 32.768kHz 的输入。

P2.20 GND GND 电路板接地

P2.31 保留 不适用 不适用

P2.32 保留 不适用 不适用

P2.33 保留 不适用 不适用

P2.34 LOGGER_3V3 输出
CC3301 发送的跟踪程序（UART TX 调试记录

器）。

P2.35 保留 不适用 不适用

P2.36 UART_RTS_3V3（CC3301 
发送） 输出

从 CC3301 到主机的 UART RTS，用于 BLE HCI 
流量控制。

P2.37 UART_CTS_3V3（CC3301 
接收） 输入

从主机到 CC3301 的 UART CTS，用于 BLE HCI 
流量控制。

P2.38 SDIO_D1_3V3 输入/输出 SDIO 数据 D1。

P2.39 SDIO_D2_3V3 输入/输出 SDIO 数据 D2。

P2.40 保留 不适用 不适用
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2.2.4 JTAG 接头

BP-CC3301 的设计具有 2 个 JTAG 接头（J10、J11），用于 SWD 与 XDS110 调试探针的接口。这些接头的信

号分配如下图和下表所示。

BP-CC3301 的主 JTAG 接口通过连接到 20 引脚接头 (J11) 的 LP-XDS110 (ET) 实现。XDS110 调试探针还可以

通过 10 引脚接头 (J10) 与该板连接，但该接头未组装默认套件。

图 2-4. ARM 10 引脚 JTAG 连接器 (J10)

表 2-5. ARM 10 引脚 JTAG 连接器 (J10) 信号分配

引脚 信号名称 说明

J10.1 VCC_BRD_1V8 连接器参考电压的 1.8V 电源

J10.2 SWDIO 串行线数据输入/输出

J10.4 SWCLK 串行线时钟

J10.10 RESET_1V8 nReset（CC3301 使能线）

J10.3、J10.5、J10.7、J10.9 GND 电路板接地

SWCLK

SWDIO

nRESET

UART_TX

UART_RX

VCC_BRD_1V8

VCC_BRD_5V

GND

图 2-5. 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11)
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表 2-6. 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11) 信号分配

引脚 信号名称 说明

J11.6 SWCLK 串行线时钟

J11.8 SWDIO 串行线数据输入/输出

J11.10 RESET_1V8 nReset（CC3301 使能线）

J11.12 UART_TX_1V8 用于 CC3301 向主机发送信号的 UART TX，连接 BLE 主机控

制器接口

J11.14 UART_RX_1V8 用于 CC3301 从主机接收信号的 UART RX，连接 BLE 主机控

制器接口

J11.16 VCC_BRD_1V8 连接器参考电压的 1.8V 电源

J11.18 VCC_BRD_5V 从 LP-XDS110 向 BP-CC3301 提供的 5V 电源

J11.1、J11.7、J11.13、J11.19、
J11.20 GND 电路板接地

2.3 电源

根据设计，此电路板由它所连接的 LaunchPad 套件供电。某些 LaunchPad 套件无法满足可能高达 500mA 的 Wi-
Fi® 峰值电流要求。在这种情况下，BP-CC3301 上的 USB 连接器 (J7) 可辅助提供额外电流。肖特基二极管可用

于验证 LaunchPad 套件和 BoosterPack 模块上的 USB 连接器存在负载共享，而无需对电路板进行任何改装。标

有 J6 (1.8V) 和 J8 (3.3V) 的跳线可用于测量板载 LDO 的总电流消耗。

2.3.1 测量 CC3301 电流消耗

2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)

为了测量 CC3301 器件在两个电源（3.3V 或 1.8V）供电情况下的电流消耗，电路板上设有一个标记为 J16 的跳

线（用于 3.3V 电源）和一个标记为 J15 的跳线（用于 1.8V 电源）。通过移除 J16 并在原位连接一个电流表，用

户可以观察 3.3V 电源上的电流。同理，移除 J15 可以观察 1.8V 电源上的电流。TI 推荐使用这种方法来测量 

LPDS。

mA

mA

图 2-6. 低电流测量

2.3.1.2 有功电流测量

要以曲线形式测量有功电流，TI 建议在电路板上使用 0.1Ω、1% 规格的 0603 电阻器，并测量电阻器两端的差分

电压。可以通过使用电压表或示波器测量两个电源（3.3V 或 1.8V）的电流曲线来完成此测量。

移除分流跳线 J15 并接入一个 0.01 电阻器，以测量 1.8V 电源上的有功电流（参阅图 2-8）。同样，移除跳线 

J16 可以测量 3.3V 电源上的电流。
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V

V

图 2-7. 有功电流测量

硬件 www.ti.com.cn

10 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 
(BP-CC3301)

ZHCUAZ2A – MARCH 2023 – REVISED DECEMBER 2023
提交文档反馈

English Document: SWAU130
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUAZ2
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUAZ2A&partnum=BP-CC3301
https://www.ti.com/lit/pdf/SWAU130


2.4 时钟

BP-CC3301 为 CC3301 器件提供两种时钟输入：

• Y1 是用于高速时钟输入的 40MHz 晶体。

• Y2 是用于低速时钟输入的 32.768kHz 振荡器。

如果用户希望通过低速时钟输入引脚 (P2.19) 外接自己的低速时钟，则必须进行一些改造。需要移除 Y2 振荡器，
并在 R29 焊盘上填充一个 0201 封装的 0Ω 电阻器。请参阅图 2-8。低速时钟也可以在内部生成，以节省 BOM 成
本。

R29

40 MHz XTAL

Slow Clock

图 2-8. BP-CC3301 时钟电路

2.5 执行传导测试

如图图 2-9 所示，BP-CC3301 有一个板载 SMA 连接器和组件天线。要测试传导测量，可以使用 SMA 连接器 

(J1)。另外，可以用板载的 U.FL 连接器 (J2) 跟踪板代替 SMA 连接器，使用兼容电缆在实验室中进行测试（请参

阅图 2-9）。

要使用 J1/J2 上的连接器，需要进行改装。这涉及交换现有 3.9pF 电容器的位置以将传输线引导至所需的接口

（参阅图 2-9）。

Mounted 

3.9pF Capacitor

2.4Ghz BPF

Chip Antenna

2.4Ghz BPF

U.FL 

Connector
SMA 

Connector

图 2-9. BP-CC3301 上的射频路径
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3 实现结果

3.1 评估设置

CC3301 BoosterPack 可用于以下配置：

• MCU 和 RTOS 评估：BP-CC3301 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP，如 LP-AM243
• 处理器和 Linux 评估：BP-CC3301 + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
• 使用 PC 工具进行射频测试：BP-CC3301 + LP-XDS110

此外，BP-CC3301 还可以连接到任何其他运行 TCP/IP 协议栈的 Linux 或 RTOS 主机电路板。

3.1.1 MCU 和 RTOS

BP-CC3301 可以与采用 TCP/IP 的 MCU（例如 LP-AM243）一起使用，并且可以通过堆叠 40 引脚接头轻松地与 

LaunchPad 集成，如图 3-1 所示。

图 3-1. BP-CC3301 与 LP-AM243
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3.1.2 处理器和 Linux

BP-CC3301 可以与运行 Linux 操作系统的主机平台集成，例如 BeagleBone Black (BBB)。BeagleBone Black 是
一个低成本、社区支持的开发平台，如下所示。

图 3-2. BeagleBone Black 板

要使用 BeagleBone Black 连接 BP-CC3301，用户还需要 BP-CC33xx 转 BBB 转接板。

图 3-3. BeagleBone Black 适配器板
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图 3-4. 具有适配器板的 BP-CC3301 + BBB

为了确保 BeagleBone Black 从 SD 卡启动，TI 建议在 BBB 顶部为 R93 添加一个 100kΩ 的电阻，并移除 BBB 
底部的 R68 电阻。或者，如果未进行过硬件改装，您可以在上电期间按住 BeagleBone 板上的 S2 按钮。（参阅

图 3-6 和图 3-7）。

最后，可以选择在 BBB 底部添加直角接头以方便连接 FTDI 电缆。当转接板连接到 BBB 时，FTDI 电缆可能会夹

在 BBB 和转接板之间，这可能会导致通信问题。（请参阅图 3-7）。

图 3-5. 改装的 BBB 顶视图
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图 3-6. 改装的 BBB 底视图

3.1.3 独立射频测试

BP-CC3301 可使用无线电工具独立（不带主机）测试射频功能。有关无线电工具和下载位置的详细信息，请参阅 

Wi-Fi 工具箱 BP-CC3301 硬件设置。

BP-CC3301 具有板载 SMA 连接器和组件天线，并且可以在板上安装 U.FL，以便使用兼容电缆进行传导射频测试

（可能需要改装）。详细信息请参见 节 2.5。

3.1.3.1 无线电工具 BP-CC3301 硬件设置

无线电工具是一款用于在开发和认证过程中对 CC33xx 设计进行射频评估和测试的基于 GUI 的工具。通过手动将

无线电设置为传输或接收模式，该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具需要熟悉并了解无线电电路理论

和无线电测试方法的知识。要对 BP-CC3301 执行传导射频测试，请参阅节 2.5。请注意，这可能需要改装。

用户可以从 ti.com 上的 CC330x 产品页面下载该工具。

硬件要求

• Windows 10 64 位/Ubuntu 18（或更高版本）64 位操作系统

• 最新的 Chrome 网络浏览器

• 安装 Simplelink Wi-Fi 工具箱

• BP-CC3301
• 用于 SWD 通信的 LP-XDS110 调试器

LP-XDS110 支持通过 SWD 接口与 CC3301 器件直接通信。这允许无线电工具等外部工具直接向器件发送命令，
而无需使用嵌入式主机。
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使用 LP-XDS110 进行测试

要将 LP-XDS110 与 BP-CC3301 一起使用，请将 BP-CC3301 上的 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11) 连接到 LP-
XDS110 上的相应连接器（参阅图 3-7）。确保 LP-XDS110 上的跳线（标记为 TGT VDD）接在 EXT 位置，如图 

3-7 所示。这验证了 JTAG 信号的目标电压来自 BP-CC3301 (1.8V) 而不是默认的 LP-XDS110 目标电压 (3.3V)。

在这种情况下，BP-CC3301 的电源来自 LP-XDS110，但在某些使用场景中，USB 连接 (J7) 需要额外的电流。

TGT    

VDD

EXT    

XDS

LP-XDS110ET

X
D
S
1
1
0

图 3-7. BP-CC3301 连接到 LP-XDS110 (ET)
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4 硬件设计文件

4.1 原理图

要获取 BP-CC3301 的原理图，用户可以前往 ti.com.cn，在 CC3301 工具文件夹下的“申请更多信息”栏中提交

申请。立即申请。

4.2 PCB 布局

要获取 BP-CC3301 的 Gerber 文件，用户可以前往 ti.com.cn，在 CC3301 工具文件夹下的“申请更多信息”栏

中提交申请。立即申请。

4.3 物料清单 (BOM)
要获取 BP-CC3301 的 BOM 列表，用户可以前往 ti.com.cn，在 CC3301 工具文件夹下的“申请更多信息”栏中

提交申请。立即申请。

5 其他信息

5.1 商标
SimpleLink™, and BoosterPack™, and LaunchPad™ are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth Sig, Inc.
Linux® is a registered trademark of Linux Foundation.
Wi-Fi 6® and Wi-Fi® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
所有商标均为其各自所有者的财产。

6 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (March 2023) to Revision A (December 2023) Page
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